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MIXED-SIGNAL FOUNDRY EXPERTS

PRESSEMITTEILUNG

X-FAB erweitert Hochtemperatur-Einsatzbereich von
CMOS-Technologien fir neue Power-Management-
Anwendungen

Als erster Foundryprozess unterstitzt XA035 Betriebsspannungen von
100 V kombiniert mit Betriebstemperaturen von 175 Grad Celsius und
ermoglicht damit neuartige integrierte Schaltkreise fur Hybrid- und
Elektrofahrzeuge.

Erfurt, 8. September 2011 — X-FAB Silicon Foundries kiindigte heute den erweiterten 0,35-
Mikrometer-Hochtemperatur-Prozess XA035 mit 28 neuen Schaltungselementen an. Dabei handelt es
sich um den ersten vollstandig charakterisierten Foundryprozess, der gleichzeitig Betriebsspannungen
von bis zu 100 V und Betriebstemperaturen von 175 Grad Celsius unterstitzt. Diese einzigartige
Kombination ermdglicht die Entwicklung und Herstellung einer neuen Generation von integrierten
Schaltkreisen (ICs), die ein hocheffizientes Power Management unter extremen Umgebungs-
bedingungen erfordern. Solche ICs eignen sich besonders fir Batteriemanagementanwendungen,
zum Beispiel fur Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Dank des erweiterten Temperaturbereichs sind sie
auch fur Kontrollelemente innerhalb der Geh&use von Verbrennungs- oder elektrischen Motoren
einsetzbar. Der breite Betriebsspannungsbereich erméglicht Power-Management-, Leistungs-
umwandlungsapplikationen sowie Motorsteuerungen. Zielmarkte sind Anwendungen im industriellen,

Medizintechnik- und Konsumguterbereich.

Alle Schaltungselemente des XA035-Prozesses werden den Qualitatsstandard AEC-Q100 des
Automotive Electronics Council (AEC) erflllen. Die 45-prozentige Verringerung des Einschalt-
widerstandes der neuen N- und P-Kanal-DMOS-Transistoren reduziert durch geringere Chipflachen
die Gesamtsystemkosten betrachtlich. Das XA035-Prozessdesignkit deckt alle wichtigen EDA-
Plattformen ab und beinhaltet exakte Modelle fiir alle Hochvolttransistoren. Ebenfalls enthalten ist eine
Vielzahl von Standardzellenbibliotheken, optimiert auf Flache, Geschwindigkeit, Stromverbrauch oder
Rauscharmut. 1/0-Bibliotheken einschlief3lich Unterstiitzung von ESD-Schutzelementen

vervollstandigen den umfassenden Designsupport.
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Dazu Sebastian Schmidt, Business Line Manager im Bereich Analog/Hochvolt bei X-FAB: ,Unsere
Kunden bendtigen einen Foundryprozess, der fir die extremen Hochtemperatur- und Hochvolt-
bedingungen in Ladungsausgleichsanwendungen und anderen Automobilbauteilen ausgelegt ist.
Robustheit, hohe Zuverlassigkeit und lange Lebensdauer sind fur solche Anwendungen

entscheidend.”

Der Technologie wurden 28 neue, vollstandig charakterisierte Schaltungselemente hinzugefigt,
darunter 13 Hochvoltelemente mit verringertem Einschaltwiderstand, bipolare Elemente sowie eine
einmal beschreibbare, nichtfliichtige Speicheroption (OTP). Eine zusatzliche 5-V-Gate-Oxid-Variante
deckt Betriebsspannungen von 5V, 45V, 70 V und 100 V ab. Sie eignet sich besonders fiir Power-
Management-Anwendungen und Anwendungen im Automobilbereich. All diese Schaltungselemente
sind exakt modelliert und mit detaillierten Modellhandbiichern dokumentiert. Unterstiitzt wird die
Prozesserweiterung mit einem Programm zur Berechnung von Zuverlassigkeit und Lebensdauer der
Schaltungselemente, mit dem sich das Verhalten der ICs fiir bestimmte Anforderungsprofile in Bezug
auf Temperatur und Betriebsbedingungen vorhersagen lassen. Aul3erdem beinhaltet die XA035-
Technologie eine neue Bibliothek mit Komponenten zum Schutz gegen elektrostatische Entladung

(ESD), welche die standig wachsenden ESD-Anforderungen erfullen.

Verflugbarkeit
Die XA035-Technologie fir Hochtemperaturanwendungen mit den neuen Schaltungselementen und

zusatzlichen Optionen ist ab sofort fur die Entwicklung und Produktion von Schaltkreisen verfugbar.

##

Uber X-FAB

Die X-FAB-Gruppe ist die fuhrende analog/mixed-signal Foundry und fertigt im Kundenauftrag
Siliziumwafer fur analog-digitale integrierte Schaltkreise (mixed-signal ICs). Das Unternehmen verfligt Gber
Waferfabriken in Erfurt und Dresden (Deutschland), Lubbock (Texas, US) und Kuching (Sarawak,
Malaysia) und beschaftigt rund 2.400 Mitarbeiter weltweit. Die Wafer werden auf der Grundlage
hochmoderner modularer CMOS- und BiCMOS-Prozesse in Technologien von 1,0 bis 0,13 Mikrometern
gefertigt. Hauptanwendungsgebiete sind der Automobil-, Kommunikations-, Konsumgiter- und

Industriebereich. Weitere Informationen unter www.xfab.com.
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